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介绍
消费者的需求推动对多元媒体流、云存储、数据挖掘、分析和机器学习应用需要，也加速了云/超大规模数据中心中对

下一代高速网络访问、高速计算、数据处理的需求。数据中心之间的连接（也称数据中心互连DCI）和更高的带宽推动

行业向400GE解决方案发展，以实现更快的数据交换和路由性能。此外，数据挖掘分析和机器学习应用促进技术发展，

这将有助于提升CPU / ASIC处理速度，增加每个线卡支持的设备数—而这些都将有助实现高组件和功率密度。

确保数据中心电子元器件连接的可靠性和长期稳定性能是至关重要的，先进连接材料、保护材料和热管理材料起到了重要

作用。作为全球最大的粘合剂、功能性涂料和密封剂的创新者和供应商，汉高是先进材料解决方案的市场领导者，致力

于数据通信应用的未来发展。



路由器和交换机材料解决方案

相变导热材料

GAP PAD®

导热垫片

底部填充材料

导热凝胶

光模块

microTIM
热界面涂层
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线卡材料解决方案

GAP PAD®

导热填隙垫片

底部填充材料

相变导热材料
导热凝胶

microTIM
热界面涂层
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服务器材料解决方案

相变导热材料

GAP PAD®

导热填隙垫片

底部填充材料
导热凝胶
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热管理
汉高为多种应用提供多样化的界面导热材料（TIM）解决方案，通过有效的热管理提高系统性能和高功率密度线卡的可

靠性。导热垫片、胶膜、液态填隙材料和导热凝胶的多种配方有助于提升下一代高性能服务器和交换机的ASIC, FPGA和GPU

芯片的散热能力。汉高低模量、高导热率的BERGQUIST GAP PAD®材料可以提供出色的贴合性、低应力和高导热性能，可用

于不需要大散热片散热的IC器件。BERGQUIST相变导热材料可替代传统的导热硅脂，与传统导热硅脂相比具有相同的

操作性和灵活性，相变材料在特定温度下转化成粘流态。相比导热硅脂，BERGQUIST相变导热材料不会出现 “泵出” 现象，

其热性能也不会随时间的推移而降低。
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热管理材料
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BERGQUIST GAP PAD® BERGQUIST GAP PAD BERGQUIST GAP PAD  

BERGQUIST GAP PAD BERGQUIST GAP PAD BERGQUIST GAP PAD 

BERGQUIST GAP FILLER BERGQUIST GAP FILLER BERGQUIST GAP FILLER 

BERGQUIST GAP FILLER

LOCTITE® 
TCP 

LOCTITE LOCTITE 

BERGQUIST MICROTIM BERGQUIST MICROTIM

BERGQUIST GAP PAD 

BERGQUIST GAP PAD BERGQUIST GAP PAD BERGQUIST GAP PAD  

BERGQUIST GAP PAD 

BERGQUIST GAP PAD 

BERGQUIST GAP PAD BERGQUIST GAP PAD 

LOCTITE
TCP 

用于路由器/
交换机和线卡的
热管理材料

用于服务器的
热管理材料

GAP PAD®

导热填隙垫片

液态导热
填隙材料

导热胶

相变导热材料

导热粘合剂

导热垫片

相变导热材料

LIQUI-FORM
导热凝胶

LIQUI-FORM
导热凝胶

microTIM
微热界面材料



GAP PAD®导热填隙垫片GAP PAD®

产品 描述 导热系数
（W/m·K）  硬度 加固载体 化学属性

介电击穿
电压

（Vac）

体积
电阻率

（Ω-m）

BERGQUIST
GAP PAD

(Shore 玻璃纤维 有机硅基

有机硅基

有机硅基

有机硅基

有机硅基

有机硅基

有机硅基

BERGQUIST
GAP PAD

(Shore 玻璃纤维

BERGQUIST
GAP PAD

(Shore 

BERGQUIST
GAP PAD

(Shore 玻璃纤维

可选择使用
或不使用
玻璃纤维

BERGQUIST
GAP PAD

(Shore x –

BERGQUIST
GAP PAD

(Shore x –

BERGQUIST
GAP PAD

68
(Shore 

)
–

   高兼容性，导热，
低模量材料

  高兼容性，导热，
低模量材料

  高兼容性，导热，
超低模量材料

10 w / m-k，超柔软GAP PAD，
在低压下具有出色的

热性能

    12 W / M-K，超柔软GAP PAD，
在低压下具有出色的

热性能

7 w / m-k，超柔软GAP PAD，
在低压下具有出色的

热性能

高性能，6 w / m-k

   硅树脂热界面材料，
超低模量材料
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GAP FILLER液态导热填隙材料

导热系数
（W/m·K）产品 描述 硬度

（Shore 00）
介电强度 
（V/mil）

体积电阻率
（Ω·m）

固化方式
（25°C / 100°C） 化学属性

BERGQUIST
GAP FILLER 导热液态填隙材料 5小时/10 分钟

24小时/30分钟

24小时/30分钟

15小时/30分钟

双组份
有机硅基

双组份
有机硅基

双组份
有机硅基

双组份
有机硅基

BERGQUIST
GAP FILLER

导热、低挥发液态
填隙材料 3.5

BERGQUIST
GAP FILLER 导热液态填隙材料

BERGQUIST
GAP FILLER 导热液态填隙材料
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BERGQUIST
LIQUI-FORM TLF 10000

预固化导热凝胶材料 10.0 9.0x1013 - -  – °C UL  

导热胶

产品 描述 导热系数
（W/m·K）

体积电阻率 
（Ω·m）

在1,000 Hz
的介电强度

使用温度
范围

UL 
易燃性等级

BERGQUIST 单组份液体成型
导热凝胶材料 x -  – °C UL  

BERGQUIST 硅基，高导热性
热界面材料凝胶 x -  – °C UL  

BERGQUIST 单组份液体成型
导热凝胶材料 x -  – °C UL  

LIQUI-FORM导热凝胶

产品 描述 抗拉强度
（PSI）

搭接剪切
   强度（PSI）

介电强度 
（V/mil）

体积电阻率 
（Ω·m）

断裂强度
（lb/in）

BERGQUIST 高性能有机硅粘合密封剂，
拥有适应性固化方案

导热系数
（W/m·K） 硬度 介电强度

（V/mm）
体积电阻率

（Ω·m）
剪切强度 
（PSI）

BERGQUIST 双组份液体环氧
导热粘合剂 Shore D

BERGQUIST 双组份液体有机
硅导热粘合剂 Shore A

产品 描述
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microTIM热界面涂层

产品 描述 外观
   膜厚度，
光学轮廓仪

（μm）

   耐久性，
重量损失
（%）

体积电阻率
（GΩ·m）

使用温度
范围

BERGQUIST microTIM 介电涂层金属基板
可优化性能

褐色 最高175°C

介电涂层金属基板
可优化性能 褐色 25±5

24±3

BERGQUIST microTIM 
MTIM 1028

-40 – 125°C



相变导热材料

产品 描述 关键属性 导热系数
（W/m·k）

体积
电阻率
(Ω·m)

介电击穿
电压

厚度
(mm) 易燃性等级

BERGQUIST 
HI-FLOW

涂在玻璃纤维网上的
55°C导热相变化合物。

设计作为计算机
处理器和散热器之间

的热界面材料

涂在导热聚酰亚胺
薄膜上的55°C

导热相变化合物

• 热阻抗：0.2°C-IN2/W（25 psi）
• 不会滴落或向油脂一样滑动
• 涂在玻璃纤维载体上的相变
  化合物

BERGQUIST 
HI-FLOW

• 热阻抗：0.13°C-IN2/W（25 psi）
• 经过验证的聚酰亚胺薄膜，
 具有优异的介电性能和抗
 切割性
• 绝缘垫具有出色的散热性能

• 可返工
• 高效的热传导
• 触变性高于相变温度

LOCTITE®

可返工非硅树脂相变
材料，膏状，可以

通过丝网印刷或针头
点胶在到散热片，
底板或其他表面上

易于返工的相变材料，
适用于各类型电子元器件及

散热器之间的填隙需求

5.3

（基于ASTM D5470

测试方法）
8.5

（基于调整过的
ASTM D5470

测试方法）

–

–

N/A –
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导热粘合剂

产品 描述 固化种类

LOCTITE 丙烯酸酯 活化剂或加热

 
LOCTITE 丙烯酸酯 活化剂或加热 – –

介电强度
（V/mm）

导热系数
（W/m·K）

体积电阻率
（Ω·m）

剪切强度 
（PSI）

BERGQUIST
HI-FLOW THF °C °C

产品 描述 材料厚度
（Mil） 相变材料熔点 运行温度 导热系数

（W/m·k） 阻燃等级



13 | 云/超大规模数据中心交换机、路由器和服务器的材料解决方案

产品 描述 粘度
(pa-s)

    热膨胀系数，
CTE

 (Alpha 1 - ppm/C)

  热膨胀系数，
CTE 

(Alpha 2 -ppm/C)
玻璃化转变

温度
使用寿命

 (天)

LOCTITE 

ECCOBOND 

低CTE，高Tg

   底部填充材料，
适用于极端
T循环条件

LOCTITE 

ECCOBOND
   快速流动，

非酸酐底部填充 –

LOCTITE 

ECCOBOND
  室温流动，

可返工底部填充

LOCTITE 
  低温固化，

可返工底部填充

设备长效保护

用于路由器/
交换机和线卡的

保护材料
底部填充材料 LOCTITE ECCOBOND LOCTITE ECCOBOND LOCTITE ECCOBOND

LOCTITE 

用于服务器的
保护材料 底部填充材料 LOCTITE ECCOBOND LOCTITE ECCOBOND LOCTITE ECCOBOND

随着阵列设备上的互连密度增加、尺寸减小，保护组件免受压力可以减少设备故障并确保功能性。先进的LOCTITE®品牌

底部填充材料，可为高性能计算和数据处理ASIC中的细间距阵列组件提供高机械性和可靠性。LOCTITE底部填充材料拥有

可返工与不可返工两种选择，可有效保护低凸点高度的元器件互连。
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